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SiC 热沉 
规格型号：DG-SiC-370-TF-AuSn-4048-21 
 

主要特性： 应用： 

 预制金锡焊料  高功率激光芯片封装 

 单晶 SiC 基板，热导率≥370W/m*K   

 CTE 匹配芯片材料 

 科研与工程 

 

详细图纸（mm）：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-sideA-side

E

2.Other tolerance: ±0.05mm

3.A/B Surface Roughness: Ra ≤ 0.1um

C0.1×4

1.Metalization：

:Cu(75±10um)/Ni(1.0um min.)/Au(1.0um min.)

:+ Pt(0.25±0.05um)/AuSn:Au75±5wt%(4.5±0.5um)/Au(0.04um)

B-side :Cu(75±10um)/Ni(1.0um min.)/Au(1.0um min.)

A-side

Edge :Thin film, Thickness ≤10um
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MODEL NAME DG-SiC-370-TF-AuSn-4048-21
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Dogain Optoelectronic Technology (Suzhou) Co., Ltd.
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备注： 

1. 其他尺寸规格可定制； 

2. 标准包装方式：4 寸华夫盒装盘，真空密封包装。 

3. 规格型号说明： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要特征参数：  

参数类别 单位 DG-SiC-370-TF-AuSn-4048-21 

长 mm 4.80±0.05 

宽 mm 4.05±0.05 

厚 mm 0.51±0.03 

Cu pullback mm 0.015±0.015 

Cu 层厚度 um 75±10 

Ni 层厚度 um 1.0 min. 

Au 层厚度 um 1.0 min. 

Au 层粗糙度 um ≤0.1 

AuSn 层厚度 um 4.5±0.5 

AuSn 组分 wt％ 75±5(Au) 

平面度 um ≤5 

基板材质 \ 单晶 SiC 

基板热导率 W/m*K ≥370 

存储环境 \ 真空包装或氮气柜 

存储温度 ℃ 25±15 

存储湿度 ％ ≤60 

保质期 年 1 

版本号:（0~9、A~Z） 

01、02、…… 

11、12、…… 

21、22、…… 

41、42、…… 

51、52、…… 

61、62、…… 

91、92、…… 

…… 

外形尺寸：宽*长 

4557：4.50*5.75mm 

5070：5.00*7.00mm 

4048：4.05*4.80mm 

4057：4.05*5.75mm 

3548：3.50*4.80mm 

4545：4.50*4.50mm 

4550：4.50*5.00mm 

…… 

预制焊料: 

AuSn：预制焊料 

N：无预制焊料 

金属化： 

TF：厚膜 

TM：薄膜 

 

公司代码 

基板热导率： 

≥200W/m*K 

230±5W/m*K 

≥370W/m*K 

…… 

DG-AlN-230-TF-AuSn-4557-01 

基板材质： 

AlN 

SiC 

…… 


